


证券代码：688709                                            证券简称：成都华微
成都华微电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                         编号：2025-006
	投资者关系活动类别

	■特定对象调研              □分析师会议
□媒体采访                  □业绩说明会
□新闻发布会                □路演活动
■现场参观	
□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称及人员姓名
	华西证券、东方证券、兴业证券、招商证券、久联资管、云图启航、招银理财、申万菱信、西部利得、华宝基金、中银基金、人保资产、博时基金、嘉实基金、柏骏资本、千泰投资

	时间
	2025年12月19日 14:00-16:00

	地点
	成都华微电子科技股份有限公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事兼总经理王策，总经理助理张旭，技术支持中心主任李呈，证券事务代表周文明、蔡进

	投资者关系活动主要内容介绍

	交流活动中，公司总经理王策现场介绍公司基本情况，公司相关与会人员同来访人员深入交流；来访人员现场参观了公司通过中国合格评定国家认可委员会 CNAS、国防科技工业实验室认可委员会 DiLAC 认证的国家级检测中心，详细了解了公司产品的生产流程和技术特点。

一、公司基本情况介绍
公司是国家“909”工程集成电路设计公司，专注于集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向。自“十一五”以来，公司连续承接多项 FPGA、ADC、SoC 方面的国家科技重大专项和国家重点研发计划，是目前国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。
目前公司已形成了覆盖可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）、数据转换（ADC/DAC）、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，这些产品可广泛应用于电子、通信、控制、测量等多个领域。
公司建立了特种集成电路检测线，拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS、国防科技工业实验室认可委员会 DiLAC 认证的国家级检测中心，具有较为完备的集成电路产品测试能力。经过多年的市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，核心产品CPLD/FPGA、高速高精度 ADC 以及高精度 ADC 处于国内领先地位。
二、问答情况
1、公司在行业中的地位是怎样的，有哪些竞争优势？
答：公司作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，连续承接国家“十一五”、“十二五”、“十三五”FPGA 国家科技重大专项，“十三五”高速高精度 ADC 国家科技重大专项、高速高精度 ADC 国家重点研发计划，智能异构可编程 SoC 国家重点研发计划，是国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。公司除了在具体技术类别上有领先性外，依托于数字、模拟两个产品方向的丰富积累，在系统集成和提供整体解决方案两个赛道具有一定优势。
2.请详细介绍一下公司在ADC、SoC以及MCU方向上已有的竞争优势和研发进展的情况。
答：在ADC方面，公司高速高精度ADC领域持续取得技术突破：2025年9月发布的HWD12B40GA4型4通道12位40GSPS高速高精度射频直采ADC芯片，填补国内高端射频芯片空白，技术指标达国际领先水平，并可广泛应用于卫星通信、雷达探测及高端仪器仪表等领域，并已完成部分相关客户验证；公司8位64G超高速ADC（HWD08B64GA1）已在多家用户单位形成小批量供货。
在智能异构SoC方面，公司正积极推进相关研发进程：AI算力达16Tops的边缘计算芯片已在特种行业客户中实现小批量试用；更高算力的100Tops AI芯片（支持8K视频编解码）尚处于研发过程中。
[bookmark: _GoBack]在MCU方向上，公司高性能MCU产品谱系持续完善，32位高速高可靠MCU（HWD32H743）支持400MHz主频及双精度浮点处理。
3.请问公司在太空算力领域的布局情况如何？
答：抗辐照技术是保障太空极端环境中设备可靠性的关键技术，主要针对极端环境中设备性能退化问题，通过加固设计、结构优化等手段，提升其抗辐射损伤能力的技术体系。公司目前已有抗辐照FPGA产品及部分高速高精度ADC产品具备抗辐照相关能力，如8位64G超高速ADC（HWD08B64GA1）系列产品抗辐照能力达到75MeV，可加强产品在辐射环境中的稳定性、可靠性。2025年8月，公司已与燧原科技签署战略合作协议，携手在大模型、高算力GPU领域展开深度合作，基于公司市场开拓需求，该算力能力可以广泛应用于模型训练、太空算力、端测推理等领域。
4.请问TSN产品较原有传统总线型网络的优势如何？
答：目前高端装备平台中广泛使用的还是传统总线型网络，比如航空航天领域的AFDX网络等。这些传统网络在设计之初，受限于当时的技术水平，已经难以满足如今高端装备对带宽、可靠性、端到端延时和抖动等服务质量的严苛需求。比如CAN总线带宽较低，无法承载大量高清音视频数据；AFDX网络的延迟控制能力，也难以匹配自动驾驶等场景下的微秒级需求。传统网络的瓶颈，已经成为制约高端装备性能升级的重要因素。
TSN技术作为一种新兴的实时以太网技术，最大的优势就是能够为不同类型的数据提供“定制化”的传输服务，实现硬实时控制流、软实时音视频流等混合数据的高效、可靠传输。它就像一位“智能管家”，能够合理规划网络资源，为关键数据开辟“绿色通道”，确保其优先、准时传输；同时，也能高效利用剩余带宽，传输非关键数据，避免网络资源浪费。TSN技术的出现，不仅解决了高端装备平台的通信瓶颈，更契合了国家培育壮大战略性新兴高端装备的重大需求。它能够为高端装备提供强大的实时通信支撑，助力装备性能实现质的飞跃，推动我国高端装备制造产业向更高质量、更高水平发展，是当前高端装备领域不可或缺的重要研究方向和关键技术。
5.请问公司TSN产品的布局情况及主要应用领域？
答：公司已于2025年10月正式成立“TSN研发中心”，团队核心人员均来自TSN领域资深行业专家，并受商业航天相关技术规范制定机构邀请作为核心专家参与《箭载时间敏感网络（TSN）技术规范》的制定，该团队已为工业领域、车载领域、航空领域等多家用户搭建TSN时间敏感网络系统，成功运用公司自研高性能FPGA产品（HWDSW300T\HWDSP700T）配合TSN算法形成万兆TSN网络交换板卡与网卡。
公司已推出TSN首款产品—“TSN网络交换板卡”，其采用TSN IP核+FPGA芯片+专用ASIC电路，提供从电源、芯片等核心硬件到工具链软件的整体解决方案，具备高度集成优势，适用于对实时性和确定性要求极高的场景，包括航空航天等领域。
6.请问公司TSN产品在商业航天领域的应用场景如何？
答：随着商业航天的发展及传输信息量的增加，目前市场上现有的航空航天领域AFDX网络延迟控制能力难以满足如今高端装备对带宽、可靠性、端到端延时和抖动等服务质量的严苛需求。公司相关团队成员受商业航天相关技术规范制定机构邀请作为核心专家参与《箭载时间敏感网络（TSN）技术规范》的制定，持续推动TSN技术在高端装备领域的落地与应用。
7.请问公司产品在高端仪器仪表的布局情况如何？
答：公司产品 HWD9213、HWD08B64 等高速高精度A/D转换器已获相关订单，其终端应用为集成电路测试设备、仪器仪表等方向。具体内容详见公司已于2025年9月9日披露《成都华微电子科技股份有限公司关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2025-031）及《成都华微电子科技股份有限公司关于自愿披露签订日常经营重大合同的补充公告》（公告编号：2025-032）。
此外，公司在高速高精度ADC领域持续取得技术突破，2025年9月发布的HWD12B40GA4型4通道12位40GSPS高速高精度射频直采ADC芯片，该产品填补国内高端射频芯片空白，技术指标达国际领先水平，并可广泛应用于卫星通信、雷达探测及高端仪器仪表等领域，已完成部分客户验证。
8.请问公司产品在端侧算力芯片的布局情况如何？
答：公司已经成功开发用于边缘计算领域的人工智能芯片，AI算力高达16Tops，可用于人工智能设备的机器视觉识别、深度学习推理、各种大模型运算，且已在特种行业的多个客户小批量试用。公司用于边缘计算领域，100Tops算力、视频编解码能力高达8K的人工智能芯片也正在研发中。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	否

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2025年12月22日
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